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HP Intel Core i5-650 procesador 3,2 GHz 4 MB L3

Marca : HP

Codigo del producto: 604614-001

Nombre del producto : Intel Core i5-650

HP Intel Core i5-650. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Socket de procesador: LGA 1156 (Socket
H), Litografia del procesador: 32 nm. Canales de memoria: Doble canal, Mdxima memoria interna
soportada por el procesador: 16 GB, Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR3-SDRAM.

Modelo de gréficos en tarjeta: Intel® HD Graphics, Frecuencia de base de adaptador de gréficos
incluida: 733 MHz. Configuraciones PCl Express: 1x16, 2x8, Nimero de Transistores Die de Procesador:
382 M, Tamafio de die de procesamiento: 81 mm?. Tecnologia de virtualizacién de Intel: VT-x

Procesador

Generacién de procesadores
Modelo del procesador *
Frecuencia base del procesador *
Familia de procesador *

Nucleos del procesador *

Socket de procesador *

Litografia del procesador *
Filamentos de procesador
System bus data transfer rate
Modo de procesador operativo *
Frecuencia del procesador turbo
Caché del procesador

Tipo de cache en procesador
Potencia de disefo térmico (TDP)
Caja *

Ancho de banda de memoria
soportada por el procesador (max)

Memoria

Méxima memoria interna soportada

por el procesador

Tipos de memoria soportados por el

procesador

Velocidades de memoria del reloj
soportadas por el procesador

Canales de memoria *
Graficos
Adaptador gréfico en tablero *

Modelo de gréficos en tarjeta *

Frecuencia de base de adaptador
de graficos incluida

Intel® Core™ i5
i5-650

3,2 GHz

Intel® Core™ i5
2

LGA 1156 (Socket H)
32 nm

4

2,5GT/s

64-bit

3,46 GHz

4 MB

L3

73 W

X

21 GB/s

16 GB
DDR3-SDRAM

1066,1333 MHz

Doble canal

v
Intel® HD Graphics

733 MHz

Numero de pantallas soportadas por 2

el adaptador gréafico de a bordo
Caracteristicas

Ejecutar comando de
deshabilitacion

Estados de inactividad

Tecnologias de Monitoreo Térmico

X

Caracteristicas

NUmero maximo de carriles exprés
PCI

Version de entradas de PCl Express

Configuraciones PCI Express

Numero de Transistores Die de
Procesador

Tamafio de die de procesamiento
NUmero de Transistores Die IMC y
Gréficos

Gréficos y Tamafio de Die IMC
Set de instrucciones soportadas
Opciones integradas disponibles
Litografia de IMC y Gréficos

16

2.0
1x16, 2x8

382 M
81 mm?
177 M

114 mm?
SSE4.2

X

45 nm

Caracteristicas especiales del procesador

Intel Hyper-Threading

Tecnologia Intel® Turbo Boost
Tecnologia FDI de Intel

Tecnologia Clear Video HD de Intel
Caché inteligente de Intel

Intel AES Nuevas instrucciones

Tecnologia SpeedStep mejorada de

Intel

Tecnologia Trusted Execution de
Intel

VT-x de Intel con Extended Page
Tables (EPT)

Conmutacién basada en la
demanda de Intel

Tecnologia Intel de Virtualizacién
(VT-x)

Compatibilidad con la plataforma
Intel® vPro™

Condiciones ambientales
Tcase

Otras caracteristicas

v

v
v
v
v
v

|

|

72,6 °C

Tecnologia de virtualizacién de Intel VT-x
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